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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む、半導体素子パッケージのためのリードフレームを作製する方法であ
って：
　リードフレームを画定する第一の金属層を設ける工程；
　リードフレームの複数の隆起した形体を画定する平面の第二の金属層を設ける工程；お
よび
　該第一の金属層を該第二の金属層に接合する工程、
ここで、該平面の第二の金属層をパターン付けして、パッケージ中の二つのダイを接続す
るトレースとしての該複数の隆起した形体を形成し、かつ該複数の隆起した形体は相互に
分離されかつパッケージ中の二つのダイの両方に接触している隆起した形体は一つもない
、前記方法。
【請求項２】
　超音波溶接によって第一の金属層を平面の第二の金属層に接合する、請求項1記載の方
法。
【請求項３】
　エポキシ樹脂によって第一の金属層を平面の第二の金属層に接合する、請求項1記載の
方法。
【請求項４】
　はんだによって第一の金属層を平面の第二の金属層に接合する、請求項1記載の方法。
【請求項５】
　平面の第二の金属層をパターン付けして、DPAK、D2PAK、TO-220、TO-247、SOT-223、TS
SOP-x、SO-x、SSOP-x、TQFP、SE70-8、TSOP-8およびTSOP12からなる群より選択されるパ
ワータイプパッケージのダイパッド上に隆起した形体を形成する、請求項1記載の方法。
【請求項６】
　平面の第二の金属層をパターン付けして、リードをプラスチックの本体内に固着するた
めの段としての隆起した形体を形成する、請求項1記載の方法。
【請求項７】
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　第二の金属層をパターン付けして、パッケージの周囲にダイ接点を接続分布させるトレ
ースとしての隆起した形体を形成する、請求項1記載の方法。　　
【請求項８】
　リードフレームを画定する第一の金属層と、
　該第一の金属層に接合され、該リードフレームの複数の隆起した形体を画定する平面の
第二の金属層とを含み、
該複数の隆起した形態は、パッケージ中の二つのダイを接続する導電トレースを含み、か
つ該複数の隆起した形体は相互に分離されかつパッケージ中の二つのダイの両方に接触し
ている隆起した形体は一つもない、
半導体素子パッケージのためのリードフレーム。
【請求項９】
　平面の第二の金属層が第一の金属層に溶接されている、請求項8記載のリードフレーム
。
【請求項１０】
　第一の金属層と平面の第二の金属層との間にエポキシ樹脂をさらに含む、請求項8記載
のリードフレーム。
【請求項１１】
　第一の金属層と平面の第二の金属層との間にはんだをさらに含む、請求項8記載のリー
ドフレーム。
【請求項１２】
　隆起した形体が、リードをプラスチックのパッケージ本体内に固着する段を含む、請求
項8記載のリードフレーム。
【請求項１３】
　隆起した形体が、パッケージの周囲にダイ接点を分布させる導電トレースを含む、請求
項8記載のリードフレーム。
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